
自動車部品製造 樹脂成型 表面処理 半導体部品製造 金属加工 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 展勝地でのお花見や社員

の家族も参加してクリスマ

スパーティー開催したり、

いろいろな行事が開催され

ています。 

 

 

 

 家電製品や自動車などに組み込ま

れている半導体部品のリ
ードフレームを製造してい

ます。 

また、製品製造に必要な金型や製造

ライン・設備の多くを自社で設計開

発・製作しています。 

※リードフレームとは、半導体パッケージの

内部配線として使われる薄板の金属のこと。 

代表者メッセージ 

株式会社 後藤製作所  
北上市北工業団地 1-17 

先輩から一言 

こんな仕事をしています 

こんな職場です 

製品リードフレーム 

「仕事も遊びも全力で」 

私は、以前は製品の製造や金型の精度を維

持するための保守を担当しておりましたが、

現在は金型の組立の仕事をしています。 

休日は、子育てや趣味の海釣り、スノーボ

ードと、充実した日々を送っています。とも

に技術者を目指しましょう。 

 当社は、「未知への挑戦と不可能を

可能にしよう」という夢を追い続けて成長し

てきました。現在は、半導体部品を中心に、国内外の

半導体メーカーに製品を供給しているグローバルなモ

ノづくりの会社です。 

 経営理念「より良く、優れた製品に挑戦する」をモ

ットーにあなたも技術集団の仲間入りをしませんか。 

瀬川 研 

【金ケ崎高校/東北工業大学】 

代表取締役 

熊谷 淳一 

     

リードフレームプレス～洗浄ライン

ーム用順送金型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お花見 クリスマスパーティー 
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会社名 株式会社後藤製作所 

所在地 〒024-0002 北上市北工業団地 1-17 

TEL 0197-66-6051   FAX 0197-66-6060 

http://group.mmc.co.jp/gotohmfg 

代表者 代表取締役 熊谷 淳一 

資本金 3 億 1 千万円         

創立(設立) 1952 年 8 月 1 日         

従業員数  168 名(2020 年 9 月末)男性 123 名、女性 45 名 

                    

 

 

企業情報 

【地 図】 

 

 

 

 

 

 

 

 主に半導体部品 (リードフレーム・その他 )及び

電子部品の製造・販売。 

【製品】 

 〇 リードフレーム 

 

 

 

 

 

 

 ＜ＩＣ・ＬＳＩ／ディスクリート用リードフレーム＞ 

 この一つにミクロン単位のオーダーに応える   

金型技術と超精度のスタンピング技術、さらに

めっきテーピングの高度技術など、精密加工技

術の粋が集積されています。 

 〇 精密金型 

    (写真) 

   

   

   

   

   

   

   ＜リードフレーム用順送金型＞ 

  マイクロテクノロジーの技術集団として、  

 先進のＣＡＤ/ＣＡＭシステムと製造技術に  

 より、製品や金型の設計から製造までカスタ  

 マーの要望に速やかに応え、世界最高水準の 

 製品を提供しています。 

業務内容 

 職場環境等 

〇平均年齢 43 才と若い会社です。 

〇育児休暇取得率も１００％と子育てと仕事の両

立もしやすい環境です。 

 キャリア形成 

〇 ＯＪＴなどの社内研修をはじめ、資格を取得し

ようとする方には取得費用の補助制度があり

ます。 

〇 自己啓発をしたい方には通信教育費用の補

助制度等があります。 

〇なりたい自分へのキャリア形成を可能にする環

境を用意しています。 

採用状況 

○令和 2 年度入社 5 名(高卒) 

〇令和 3 年度 6 名採用予定 

2020.10 


